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Descrição Geral da Instalação

No fluxograma abaixo, é apresentado o diagrama geral do processo produtivo, bem como a sua interação com processos auxiliares.

	Entradas
	Área Produtiva
	Etapa 
	Descrição 
	Saídas

	- Wafer
- Tape 
- DIWater
-Energia elétrica
	WaferPrep

	- Lam_Wafer 
- Grind_Wafer 
- Mount_Wafer 
- Dicer_Wafer 
	consiste na preparação das wafers, com recurso a processos mecânicos de corte e desbaste das wafers
	- Wafer
- Resíduos das tapes
- Wastewater reciclável (ETAR)
- Wastewater não reciclável (ETAR)

	- Wafer
- Energia elétrica
- Metal carrier 
- Tape 
- N2
- Mold compound
- DIWater
- WaferRecon
	WaferRecon
	- PickPlace 
- Foil Anneal 
- MoldWafer 
- Debonder 
- WaferRound 
	o processo de reconstituição de wafer serve para reconstruir uma nova wafer a partir dos chips individuais das wafers de silício num substrato metálico de suporte temporário para posterior moldagem com uma resina epóxi
	- WaferRecon
- Resíduos das tapes 
- Exaustão Geral (FF7)
- Resíduos mold compound
- Metal carrier (reutilizados)
- Wastewater reciclável (ETAR)

	- Energia Elétrica
- Wafer 
- Targets metálicos Ti, Cu, TiW
- Gases: CF4, O2, H2N2, Ar, N2, He
	RDL
	RDL Dry
	Operação para retirar qualquer tipo de humidade resultante das operações anteriores
Limpeza superficial da wafer através de plasma
Solidificação da película fotossensível, através de uma cura.
	- Wafer
- Exaustão geral (FF7)

	- Energia Elétrica
- Wafer
- Fotoresist: AZ P4620, AZ4562
- AZ EBR Solvent
- Dielétrico
(PI NP1306)
-Ciclopentanona
	
	RDL Litho Coater
	Cobrir toda a wafer com película fotossensível
	- Wafer
- Exaustão solventes (FF6)
- Resíduos líquidos solventes 

	- Energia Elétrica
- Wafer
	
	RDL Litho Exposer
	Desenho das estruturas de funcionamento do “package”, por exposição a UV.
	- Wafer
- Exaustão geral (FF7)

	- Energia Elétrica
- Wafer 
- DIWater
- Developers: Ciclopentanona, TMAH
- AZ EBR Solvent
	
	RDL Litho Developer
	Remover da wafer, toda a película desenhada que foi exposta a UV.
	- Wafer
- Exaustão solventes (FF6)
- Resíduos líquidos solventes 
- Efluentes líquidos geral (ETAR)

	- Energia Elétrica
- Wafer 
- DIWater
- H2SO4 
- Banhos Ouro, Cu - cobre, Ni - níquel, SnAg - estanho-prata
	
	RDL Wet Plating
	Eletrodeposição das pistas de cobre, níquel e ouro, nas linhas anteriormente desenhadas.
Eletrodeposição dos bumps de níquel e estanho-prata nas vias anteriormente desenhadas.
	- Wafer
- Exaustão geral (FF7) 
- Efluentes líquidos geral (ETAR)

	- Energia Elétrica
- Wafer 
- AZ 100 remover
- HF
- H2SO4, Peroxidissulfato de Sódio
- Ácido acético 
- H2O2
- Acido Fosfórico
	
	RDL WetEtch
	Remover película fotossensível, cobre, titânio e titânio-tungsténio exceto as pistas de cobre, níquel e ouro ou vias de níquel e estanho-prata depositadas no processo anterior.
Limpeza da wafer para remoção do óxido de cobre.
	- Wafer 
- Exaustão solventes (FF6)
- Resíduos líquidos solventes 
- Exaustão geral (FF7)
- Efluentes líquidos geral

	- Energia Elétrica
- Wafer
- DIWater
- CO2
- Banho Ni – níquel
- Banho Cu – Cobre
- Banho Sn – Estanho
- Banho SnAg - Estanho-Prata
- H2O2, Melstrip,
HF, Ácido Fosfórico,
MSA
	GF
	GF Wet Plating 
	Lavagem das wafers com DIWater
Eletrodeposição da primeira camada de Níquel.
Eletrodeposição da primeira camada de Cobre
Eletrodeposição da camada de Estanho.
Eletrodeposição da liga de Estanho-Prata.
	- Wafer
- Wastewater não reciclável
- Exaustão geral (FF9)

	- Wafer
- THB S-17, IPA 
- CO2
	
	GF WetEtch 
	[bookmark: _Hlk204263141]Remoção de toda a pelicula fotossensível.
	- Wafer
- Exaustão solventes (FF8)

	- Energia elétrica
- Wafer 
- Gases: CF4, O2, H2N2, Ar, N2, He
- Ácido fórmico
- Targets metálicos (Ti, TiW, Cu)
	
	GF Dry
	Remoção da humidade antes da deposição da layer de UBM.
Deposição de titânio (ou TiW) e cobre (camada condutora).
Limpeza da wafer por plasma.
	- Wafer
- Exaustão geral (FF9)

	- Energia elétrica
- Wafer
- Fotoresits THB-151N
- AZ EBR
	
	GF Litho
- Coater
- Developer
	Cobrir toda a wafer com película fotossensível.
	- Wafer
- Resíduos líquidos solventes 
- Exaustão solventes (FF8)

	- Energia Elétrica
- Wafer
- Developer TMAH 
- DIWater
	
	GF Litho
- Coater
- Developer
- Expose
	Desenho das estruturas de funcionamento do “package”.
Remover da wafer, toda a película desenhada que não foi exposta a UV.
	- Wafer
- Exaustão geral (FF9)
- Wastewater

	- Wafer
- THB S-17, IPA 
- CO2
	
	GF WetEtch
	Remoção de toda a pelicula fotossensível.
	- Wafer
- Exaustão solventes (FF8)

	- Energia Elétrica
- Wafer
- Fluxo 
- SolderBalls
- DIwater
- CO2
- Wafer frame
- Trays/Reels
- Carrier tape
	LBS
	- PreReflow
- SBA Solder Ball Attach
- FluxClean
- LaserMarkWLB
- Dicing
- Pick &Pack
	Laser refere-se ao processo de marcação a Laser ao nível da wafer para identificação de cada unidade individualmente; Ball Attach consiste na soldagem de bolas de solda em cada unidade nos pads de cada chip; Singulation é o processo de separar wafers individuais de semicondutores em unidades distintas através de corte mecânico com uma lâmina de diamante.
	- Wafer 
- Exaustão geral (FF5)
Wastewater não reciclável
- Wafer frame
- Dies (wafer singularizada)



	- Energia Elétrica
- Wafer
	Test
	Tester
	Nesta área são testados eletricamente (testes paramétricos e funcionais) os componentes eletrónicos das wafers, não estando envolvidos produtos químicos nesta fase do processo
	- Wafer

	- Wafer/Dies
- Embalagens
- Material embalado
	Packing / Shipping
	Packing / Shipping
	área onde é realizado o embalamento e envio do material para o cliente.
	- Material Embalado
- Envio para cliente



Na seguinte tabela, apresentam-se as áreas técnicas de suporte.

	Entradas
	Área 
	Etapa 
	Descrição 
	Saídas

	- Energia Elétrica
- Água dos furos
- Cloreto de sódio
- Bissulfito de sódio
- Hidróxido de sódio
- Hipoclorito de sódio
	Instalação de produção DIWater
	- Filtros multimédia
- Softeners
- Osmose inversa
-EDIs (Eletrodesionização)
- UV ultravioleta
- Polishers
	Processo de produção de água ultrapura - DIWater para abastecimento contínuo à área produtiva.
	- DIWater

	- Energia Elétrica
- Água Residual não tratada sem químicos
- Água Residual não tratada com químicos
- Bissulfito de sódio
-Ácido clorídrico
-Hidróxido de sódio
-Policloreto de alumínio
	ETAR/ Reciclagem de água
	- Linha de Reciclagem
- Linha de tratamento de água residual
- Tratamento de lamas
	- Reciclagem por ultrafiltração em filtros cerâmicos 
- Tratamento da água residual gerada

	- Exaustão ETAR (FF10)
- Água Reciclada para o tanque de água bruta
- Água Residual tratada para o coletor municipal
-Resíduos lamas 


	- Energia Elétrica
- Gás Natural / Gasóleo (Emergência)
	Caldeiras
	Caldeiras
	Produção de água quente 
	- Exaustão Caldeira 1, 2, 3 (FF1, FF2, FF3)

	- Energia Elétrica
- Mefacide / Bromicide
- Água dos furos
	Torres de Refrigeração
	Torres de Refrigeração
	Refrigeração de águas do processo
	- Purgas das torres (coletor municipal)

	- Energia Elétrica
	Compressores
	Compressores
	Produção de ar comprimido
	- Ar comprimido

	- Energia Elétrica
	Instalação de produção de azoto
	Instalação de produção de azoto
	Produção de azoto
	- Azoto

	- Gasóleo
	Gerador de emergência
	Gerador de emergência
	Produção de energia elétrica
	- Energia elétrica
- Exaustão (Fonte Fixa isenta- potência inferior a 1 MW)

	- Energia Elétrica
	Chillers
	Chillers
	Produção de água fria
	- Água fria
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